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以下資料由易華電子股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意
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   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：易華電子股份有限公司 (股票代號：6552 ) 

	輔導推薦證券商
	台新綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	台新綜合證券股份有限公司  李昭嫈/(02) 2326-8898 #1938

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購易華電子股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	台新綜合證券股份有限公司
	凱基證券股份有限公司
	元大證券股份有限公司
	康和綜合證券股份有限公司

	認購日期
	104年9月2日

	認購股數（股）
	1,500,000股
	500,000股
	500,000股
	100,000股

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.67%
	0.56%
	0.56%
	0.11%

	認購價格
	31元/股

	認購價格之訂定
依據及方式
	1.認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式

本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、本益比法及興櫃市場流動性不足之風險，經與該公司議定之認購價格為31元。

2.基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點， 評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括1.市場基礎法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio ，P/E Ratio)及(2)股價淨値比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；2.成本法，亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；3.收益基礎法中之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF )則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購易華電子股份有限公司(以下簡稱易華或該公司)僅就市場基礎法-本益比法進行評估。易華主要係從事LCD驅動IC封裝用之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板的製造及銷售，國內並無與易華之產品種類及比重完全相同之同業，因此參考從事半導體產業之頎邦(上櫃公司，股票代號6147)、景碩(上市公司，股票代號3189)、及製程相似之南電(上市公司，股票代號8046)作為該公司之採樣同業。茲就該公司採樣同業、上市半導體類股及上櫃半導體類股最近三個月(104年5月~104年7月)之本益比列示如下：
單位：倍
項目

104年5月

104年6月

104年7月

平均

公司

頎邦(6147)

17.80 

16.68 

11.88 

15.45 

景碩(3189)

12.07 

10.96 

9.84 

10.96 

南電(8046)

15.51 

12.10 

9.61 

12.41 

上市半導體類
12.29 

11.65 

10.70 

11.55 

上櫃半導體類
26.21 

24.19 

18.89 

23.10 

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站

由上表可知，該公司採樣同業、上市半導體類股及上櫃半導體類股最近三個月(104年5月~104年7月)之平均本益比約介於10.96~23.10倍之間。若以該公司103年度之每股盈餘1.55元做為參考依據，價格區間約為16.99~35.81元。經考量該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、本益比法及興櫃市場流動性不足之風險等因素後，本興櫃推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股31元，介於上述採樣同業之本益比評價價格區間，故尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	一、公司介紹：

易華電子股份有限公司(以下簡稱本公司)成立於民國62年 10月6日，目前從事LCD驅動IC封裝用之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板的製造及銷售，為面板產業製程材料之一環，為LCD驅動IC封裝用之關鍵零組件。過去國內此項材料大都仰賴日本進口，然近年來日本業者因產能過剩及產品價格競爭激烈，已經陸續退出市場。本公司在技術及生產成本具競爭力的優勢下，隨著國內驅動IC供應鏈本土化趨勢，已經成為產品品質、技術均得到客戶認可及出貨量穩定的捲帶式高階覆晶薄膜IC基板供應商。隨著LCD電視及手持式裝置對於超高解析度面板的需求，及相對的應用在此面板上的驅動IC產業未來發展趨勢而言，本公司產品未來在取代進口之競爭優勢下，前景看好。
二、歷史沿革：
年 度

重       要       記       事
62年

1.公司設立，公司名稱為「台灣愛鋼(股)公司」，實收資本額新台幣3,160仟元。

2.生產「斷熱冒口保溫板」、「斷熱冒口表面保溫板」之製造加工及外銷。

63年

辦理現金增資17,178仟元，增資後實收資本額為20,338仟元。
78年

辦理現金增資4,350.1仟元，增資後實收資本額為24,688.1仟元。
83年

1.日商愛鋼株式會社將所持有股份轉讓予新加坡商住友金屬鉱山亞太公司(SUMITOMO METAL MINING ASIA PACIFIC PTE LTD；以下簡稱SMMAP)，並變更公司名稱為「台灣住礦電子(股)公司」。

2.辦理減資彌補虧損，減資資本17,900.1仟元，辦理現金增資59,212仟元，增減資後實收資本額為66,000仟元，SMMAP持股70%。

3.變更營業項目為積體電路及電晶體用之導線框架製造、加工、買賣。

84年

開始生產積體電路及電晶體用之導線框架製造、加工、買賣進出口業務。

85年

辦理現金增資66,000仟元，增資後實收資本額為132,000仟元。

86年

QS-9000認證通過。

87年

辦理現金增資200,000仟元，增資後實收資本額為332,000仟元。

89年

辦理現金增資168,000仟元，增資後實收資本額為500,000仟元。

90年

ISO-14001認證通過。

91年

吸收合併「台灣住礦精密模具(股)公司」，「台灣住礦精密模具(股)公司」為被消滅公司，合併換發股份6,250仟股，合併後實收資本額為562,500仟元。

92年

1.ISO-9001認證通過。

2.辦理盈餘轉增資1,000仟元，增資後實收資本額為563,500仟元。

93年

以減成法(Subtractive)(又稱為蝕刻法Etching)開發捲帶式高階覆晶薄膜IC基板。

94年

建立二廠，以生產捲帶式高階覆晶薄膜IC基板。

95年

1.辦理現金增資546,500仟元，增資後實收資本額為1,110,000仟元。

2.客戶開始認證捲帶式高階覆晶薄膜IC基板產品，導入量產。

96年

二廠通過OHSAS-18000的認證。

97年

導入半加成法(Semiadditive)(又稱為電鍍法Plating）技術以生產捲帶式高階覆晶薄膜IC基板。

99年

TS-16946認證通過。

100年

本公司為全球唯一半加成法(Semiadditive)製程有量產的公司。

101年

停止以減成法(Subtractive)生產捲帶式高階覆晶薄膜IC基板，提列減損損失906,277仟元（包括固定資產883,193仟元及出租資產23,084仟元）。

102年

1.4月1日辦理減資400,000仟元，以兄弟分割方式將導線框架部門予以分割予「台灣住礦科技(股)公司」，減資後實收資本額為710,000仟元。

2.6月SMMAP將所持有本公司之70%股權轉讓予新加坡住礦電子材料有限公司(SUMIKO TAPE MATERIALS SINGAPORE PTE. LTD.；以下簡稱STM)。

103年

1.本公司第二大股東長華電材(股)公司於3月底收購STM所持有本公司全部股權，持股比例達100%，同時亦更名為「易華電子(股)公司」。

2.為強化公司營運體質，引進半導體封測大廠南茂科技(股)公司進行策略性投資，成為本公司第二大股東。

3.辦理減資彌補虧損，減資資本410,000仟元，減資後實收資本額為300,000仟元。

4.辦理現金增資400,000仟元，增資後實收資本額為700,000仟元。

104年

1.辦理現金增資200,000仟元，增資後實收資本額為900,000仟元。

2.將原已停產的減成法(Subtractive)製程生產線重新啟動恢復生產。

3.8月股票核准公開發行。
三、經營理念：

品質政策：滿足或超越客戶的期望。與顧客及供應商建立長期性的伙伴關係。

環境宣言：全員參與、珍惜社會資源、遵守環保法規。

職業安全衛生宣言：全員參與、遵守法令法規、降低員工危害、建立安全文化。
四、未來展望：
1.行銷策略

(1)配合客戶需求，強化產品開發技術能力，推展以國內客戶市場為主的產品銷售策略。

(2)縮短新產品開發時間，全力爭取符合客戶現況需要之市場。

(3)提升售後服務，積極協助客戶解決問題，以及時性服務爭取競爭優勢。

(4)針對各項IC產品應用領域，全面性供應客戶所需之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板。

(5)透過與IC Design House客戶合作，深化製程及產品特性的開發及研究能力，強化專業材料供應商的形象跟品牌。

(6)深耕國內市場客戶並拓展海外市場，建立客戶長期依存度。

(7)依市場開發及產業變化，積極尋求與上游供應商策略聯盟之機會。

2.產品發展策略

(1)開發利基型產品與技術；朝封裝用之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板業領域深耕，持續開發可搭配應用於各類IC封裝的捲帶式高階覆晶薄膜IC基板。

(2)視產能負荷及業務狀況，適時擴充產能，以滿足客戶需求。

(3)往上游尋求穩定及更具競爭優勢的原材料供應來源。下游則強化與各驅動IC廠合作共同開發機會。

(4)對於既有的產品持續追求品質的穩定及製造成本降低。提升售後技術服務的深度及達成客戶之高滿意度，以維持高度的競爭力。

(5)整合上、下游供應鍊，完成與原材料供應、客戶間創造三贏的長期合作關係。

(6)累積更多樣規格的捲帶式高階覆晶薄膜IC基板開發實力。透過技術精進，提高承接IC Design House產品設計能力。

(7)成為具備國際競爭力及知名度的IC封裝用之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板製造廠。




                                                                          

	主要業務項目：

    本公司主要係從事LCD驅動IC封裝用之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板製造及銷售。                                     

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：
驅動IC以往大都是採用六吋或八吋的晶圓製程，惟隨著面板朝高畫素及高解析度發展演進，及晶片輕薄短小化之需求，目前也已經使用十二吋晶圓製程，因此驅動IC線路中心到中心距(pitch)、間距 (spacing)等越來越微細化，封裝用IC基板設計亦必須配合晶片電路間距微細化提供對應的封裝用之捲帶式高階覆晶薄膜IC基板，目前本公司已擁有Semiadditive 18um Pitch 及Subtractive 22um pitch的製程技術能力，而且是目前唯一能將此二種製程技術同時大量量產化的供應商。
驅動IC產業結構可分為上游IC設計、中游IC晶圓製造及下游IC封裝及測試。茲將該行產業關聯圖列示如下：
[image: image3.png]LCD BESHICE £

Driver IC Design

B SRR R
5~ Samsung LST+ MagnaChip *
Dongbu Siicon Works » Lapis

g

g

Wafer Foundry FAB

COF Manufacture

TSMC - UMC - tH S363E -
8~ IS SamsungLSI

MagnaChip + Dongbu

LGIT~ Stemeo ~ Shindo
TR () -
BEELEH)

$

g

Bump Process.
ILB&Testing

Lusem ~ Steco + Sharp Takaya >
FEES - B B

FiE WA FEY - EEX-
50~ Samsung » LGD - Sharp







	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Chip on Film)
	
	(LCD電視–4K2K，8K4K，超薄機型，窄邊框，更廣的色域和更高的動態對比展現的更好畫質，面板廠商發佈的新尺寸，新的智慧電視平臺。
(智慧手機–高解析度，薄機身設計，窄邊框，豐富的生態系統，元件集成化。

(移動電腦–高解析度，隨著OLED的引入螢幕性能更佳，逐漸進入商業和教育市場。

(車載顯示–更好的使用者人機界面和觸控性能，越來越多的混合動力和電子汽車開始配備更大尺寸更好的螢幕，完整的儀錶板數位化，對大尺寸中央資訊顯示器（CIDs）需求的增加，以及智慧車中高級輔助駕駛系統（ADAS）的引入。
	1,261,378
	100%

	合     計
	1,261,378
	100%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	99年
(註1及2)
	100年
(註1及2)
	101年
(註1及2)
	101年
(註3)
	102年

(註4)
	103年

(註4)
	 104年截
至7月份止
(自結數)

(註5)

	營業收入
	4,361,142
	3,459,872
	3,180,486
	3,126,769
	1,526,462
	1,261,378
	921,455

	營業毛利(損)
	386,117
	(53,099)
	157,289
	304,337
	40,255
	114,272
	296,951

	毛利率(%)
	8.85%
	(1.53%)
	4.95%
	9.73%
	2.64%
	9.06%
	  32.23%

	營業外收入
	12,755
	17,606
	96,873
	109,447
	47,638
	8,671
	8,994

	營業外支出
	40,035
	1,028,464
	41,680
	16,578
	-
	-
	-

	稅前損益
	258,997
	(1,148,492)
	132,023
	321,360
	43,360
	52,953
	233,880

	稅後損益
	225,954
	(1,114,151)
	155,973
	21,968
	75,550
	67,427
	219,251

	每股盈餘（元）
(註6)
	7.53
	(37.14)
	5.20
	0.73
	2.52
	1.55
	2.52

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


註1：以上財務資料係依據「商業會計法」而非「證券發行人財務報告編製準則」編製。上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2：損益表期間為各年4月1日至3月31日(本公司會計年度原為非曆年制，自103年4月1日開始變更會計年度為曆年制)

註3：以上財務資料係轉換曆年制之擬制性財務報表，該擬制性財務報表未經會計師查核簽證。

註4：本公司自103年度起採用國際會計報導準則並重編102年度財務資料(係依據證券發行人財務報告編製準則編製)，另102及103年度財務報告依曆年制編製。上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。
註5：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
註6:普通股每股盈餘係以本期(損)益除以普通股流通在外加權平均股數計算之，其減資而減少之股數，則追溯調整計算。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	99年
(註1及2)
	100年
(註1及2)
	101年
(註1及2)
	101年
(註3)
	102年

(註4)
	103年

(註4)

	流動資產
	780,051
	763,253
	748,689
	755,089
	189,107
	434,761

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	固定資產
	2,235,205
	1,466,637
	1,355,991
	1,421,669
	715,102
	579,651

	無形資產
	-
	-
	-
	-
	-
	26,250

	其他資產
	117,660
	151,900
	185,926
	184,502
	148,294
	257,355

	資產總額
	3,132,916
	2,381,790
	2,290,606
	2,361,260
	1,052,503
	1,298,017

	流動
負債
	分 配 前
	1,181,925
	1,733,731
	1,584,662
	1,724,588
	791,312
	568,223

	
	分 配 後
	1,181,925
	1,733,731
	1,584,662
	1,724,588
	791,312
	568,223

	長期負債
	300,000
	110,000
	-
	25,000
	-
	-

	其他負債
	901
	2,121
	14,032
	4,269
	340
	2,127

	負債
總額
	分 配 前
	1,482,826
	1,845,852
	1,598,694
	1,753,857
	791,652
	570,350

	
	分 配 後
	1,482,826
	1,845,852
	1,598,694
	1,753,857
	791,652
	570,350

	股本
	1,110,000
	1,110,000
	1,110,000
	1,110,000
	710,000
	700,000

	資本公積
	256,025
	256,025
	256,025
	256,025
	233,087
	233,267

	保留
盈餘
	分 配 前
	284,065
	(830,087)
	(674,113)
	(758,622)
	(682,236)
	(205,600)

	
	分 配 後
	284,065
	(830,087)
	(674,113)
	(758,622)
	(682,236)
	(205,600)

	長期股權投資
未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	股東權益總額
	分 配 前
	1,650,090
	535,938
	691,912
	607,403
	260,851
	727,667

	
	分 配 後
	1,650,090
	535,938
	691,912
	607,403
	260,851
	727,667


註1：以上財務資料係依據「商業會計法」而非「證券發行人財務報告編製準則」編製。上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2：資產負債表日為次年度3月31日(本公司會計年度原為非曆年制，自103年4月1日開始變更會計年度為曆年制)

註3：以上財務資料係轉換曆年制之擬制性財務報表，該擬制性財務報表未經會計師查核簽證。
註4：本公司自103年度起採用國際會計報導準則並重編102年度財務資料(係依據證券發行人財務報告編製準則編製)，另102及103年度財務報告依曆年制編製。上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。



	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	101年
(註1及2)
	101年
(註3)
	102年
(註4)
	103年
(註4)

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	4.95
	9.73
	2.64
	9.06

	
	流動比率(%)
	47.25
	43.78
	23.90
	76.51

	
	應收帳款天數(天)
	26
	25
	35
	37

	
	存貨週轉天數(天)
	57
	61
	68
	39

	
	負債比率(%)
	69.79
	74.28
	75.22
	43.94


註1：以上財務資料係依據「商業會計法」而非「證券發行人財務報告編製準則」編製。上列財務資料經會計師查核簽證。
註2：損益表期間為各年4月1日至3月31日(本公司會計年度原為非曆年制，自103年4月1日開始變更會計年度為曆年制) 。
註3：以上財務資料係轉換曆年制之擬制性財務報表，該擬制性財務報表未經會計師查核簽證。
註4：本公司自103年度起採用國際會計報導準則並重編102年度財務資料(係依據證券發行人財務報告編製準則編製)，另102及103年度財務報告依曆年制編製(本公司會計年度原為非曆年制，自103年4月1日開始變更會計年度為曆年制)。上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。


投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]



公司概況資料表
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